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近年、情報通信分野において、基幹通信分野は光通

信による高速化が進んでいる。同じく、サーバーやルータ

など情報処理機器の高速化も進んでいるが従来の電気

配線では高速化にともなう伝送損失や遅延の影響によっ

て、その限界が見え始めてきている。これに対し、光によ

る信号伝送は電気に対して高速化は勿論のこと、低消費

電力化に著しく効果があることから、今後サーバーやルー

タ或いはパソコンの内部まで光を使った信号伝送技術の

ニーズが高まると予想される。報告者は、ポリマー光導波

路基板の作製とその結合構造部の再現試作とその評価

を目的として、NPF の設備を利用した。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

・スピンコーター・マスクアライメント露光装置・O2 アッシン

グ装置・短波長レーザ顕微鏡 

 

【実験方法】 
シリコン基板上に開発中の感光性ポリマー樹脂で配線

用ホール形状を作製するためにスピンコーターを使用し

て樹脂を塗布し、マスクアライメント露光装置で配線用ホ

ールパタ－ンを形成した。最後に樹脂残渣をクリーニング

するために O2アッシングプロセスを行った。パターンサイ

ズはポリマー層厚で40 µm程となっており、直接観測でき

ない。そのため、ダイシングソーにて切削し、断面形状を

短波長レーザ顕微鏡にて測定し、膜厚とその形状確認を

行った。 

 

前年度は異なる材料で試作したホールパターンを比較

した。今回は再現性の評価を行った。前年度以降と今年

度、同一条件で作製したホールパターン形状を Fig. 1 に

示す。断面写真からホールパターン形状がほぼ同一に

作製できた。当該プロセスでは高い再現性が得られる

ことが分かった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
 

 

 

  

Fig. 1 (a) Top view and (b) cross-section of the hole 
pattern. 
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